《半导体技术》投稿指南
《半导体技术》是由中国电子科技集团公司主管、中国电子科技集团公司第十三研究所主办的科技期刊。本刊为中文核心期刊、中国科技核心期刊，被《中国学术期刊网络出版总库》、中文科技期刊数据库、万方数据知识服务平台、超星期刊域出版平台、美国《化学文摘》（CA）、美国《剑桥科学文摘》（CSA）、美国《乌利希期刊指南》(UPD) 、英国INSPEC数据库、俄罗斯《文摘杂志》（AJ of VINITI）、日本科学技术振兴机构数据库（JST） 等国内外数据库收录。
1. 征稿范围
半导体新材料的研发，半导体器件（CMOS器件、有机半导体器件、化合物半导体器件、半导体光电器件、薄膜晶体管、存储器等）和技术，集成电路设计与应用，先进半导体制造技术和封装技术，可靠性（功率器件可靠性、ESD技术等），检测技术与设备等领域国内外的研究进展和最新研究成果。主要栏目：趋势与展望，半导体材料与器件，半导体制备技术，集成电路设计与应用，封装、检测与设备。
为使您的文章符合标准化出版要求，并得到更加及时的处理，请您务必按照论文写作模板和样例（详情请见编辑部官网下载中心）投稿，阅读并了解本刊对于投稿的一些要求。
2. 投稿方法
请登录《半导体技术》网站（http://www.bdtj.cbpt.cnki.net）进入“作者投稿系统”在线投稿，稿件处理状态可在网上查询。如有问题请联系编辑部邮箱bdtj1339@vip.163.com，或致电编辑部电话0311-87091339，进行咨询。
3. 投稿要求
· 投稿前须准备好全部作者签字、单位盖章的版权转让协议和论文审查证明，在投稿系统中上传电子扫描版。投稿作者必须遵守学术规范和准则，勿一稿多投，杜绝泄密、抄袭、剽窃等行为。
· 来稿应论点明确、数据可靠、条理清晰、文字精炼，论文撰写符合国家出版标准和规范。
· 英文稿件要求语法规范、用词准确、表述无误。
· 来稿请附第一作者及通信作者的联系方式，包括通信地址及邮编、固定及移动电话、E-mail，以便及时与作者联系。
· 在稿件的最后一页需附上作者简介、第一作者近期1寸免冠证件照片（JPG格式）。若第一作者为在校学生，还需提供导师的个人简介（作者简介总数不超过3个），并确认导师是否同意投稿，且文中所有内容（例如：数据）已经核实准确无误。
4. 书写格式
· 题目要求不超过20字。
· 署名作者及所在单位：提供中英文的单位全称、所在城市和邮政编码。
· 中英文摘要：摘要宜用第三人称写明论文的目的、方法、结果和结论，中文250字左右。
· 关键词：中英文5~8个。
· 中图分类号：采用中国图书分类法（第五版）进行分类。
· 基金项目：在首页页脚标注项目名称和批准号。
· 缩略词和物理量：正文部分英文缩略词第一次出现时须写出中英文全称；物理量符号须分清大小写、正斜体、上下角，第一次出现该符号时需给出其含义。
· 图、表和公式：按在论文中出现的先后顺序编号并排在正文相应位置，在图下标注图题、图注。有分图时分图用（a）（b）（c）等标识并给出中文分图题，插图最好用矢量图格式。表格应简明，宜用三线表。图和表里的文字用中文。照片须清晰，像素不低于600 dpi。图、表中出现的物理量名称和符号须与正文一致，不要出现正文中没有提及或与正文内容无关的文字或符号。公式在文章中以阿拉伯数字连续编号，需用Mathtype公式编辑器编辑。
· 参考文献：按在正文中出现的顺序编号，用方括号标于引文处右上角，并与文末参考文献序码对应一致。请勿引用尚未公开发表的资料，应符合各类文献著录规则，著录项目齐全。
期刊的格式：作者（列前三名，姓前名后，姓给出全拼，名给出首字母，英文全部大写），等. 文章题目（英文句首首字母大写）[J]. 刊名（每个英文单词首字母大写），发表年份，卷（期）：起止页码.
书籍的格式：作者（列前三名，姓前名后，姓给出全拼，名给出首字母，英文全部大写），等. 书名（英文句首首字母大写）[M]. 出版地：出版社，出版年份：参考起止页码.
会议论文集格式：作者（列前三名，姓前名后，姓给出全拼，名给出首字母，英文全部大写），等. 文章题目（英文句首首字母大写）[C] // 会议名称（每个英文单词首字母大写）. 会议召开城市，国别，年份：起止页码.
· 作者简介（含导师简介）：姓名（出生年—），性别，籍贯（出生地，如：河北石家庄人），学历，职称，从事专业或研究方向。
5. 审稿流程
收到稿件后，编辑部将通过“科技期刊学术不端文献检测系统”、网络搜索文献对比和编辑部综合审查等对稿件进行初审（3~5个工作日），无论初审通过与否，编辑部都会尽快告知。初审通过后的稿件将送至相关领域专家进行“双盲审稿”，编辑部于40天左右将评审意见发给作者。作者应将修改后的文稿及时（1周左右）返回编辑部，审阅通过后将进行编辑加工和印刷出版。
6. 版面费、稿酬、样刊
[bookmark: _GoBack]遵照中国科协有关文件精神，凡在本刊发表论文者须交纳版面费。具体事项E-mail通知。论文刊出后，将向作者酌付稿酬，寄送样刊。
7. 声明
   自作者投稿之日起，视所有署名作者同意将文章的版权转让给《半导体技术》编辑部。本刊已许可中国知网、美国《化学文摘》（CA）及英国INSPEC等数据库以数字化方式复制、汇编、信息网络传播本刊全文。所有著作权转让费用均包含在论文刊登后《半导体技术》期刊支付的稿酬中，不再另行支付费用。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我编辑部上述声明。如有异议，请在来稿时说明，本刊将进行适当处理。

编辑部联系方式：
通信地址：河北石家庄市合作路113号《半导体技术》编辑部
邮政编码：050051
电话：0311-87091339
E-mail：bdtj1339@vip.163.com

